2012年会报告
上午：主持人： 杨振国  赵建伟
	
	报告题目
	报告人
	单位

	9:10-9:40
	电镀技术在IC制造中的应用
	薛自
	集成电路协会副秘书长，高工。

	9:40-10:10
	电子电镀技术在电子封装中应用新进展
	李明
	上海交通大学材料学院教授管理委员会主任，先进材料研究中心主任，微电子材料与技术研究所所长，上海电子电镀专委会轮值主任。

	10:10-10:40
	铜保护的最新技术
	江建平
	新加坡理工学院研究员,星化学股份有限公司首席技术官，博士。 

	10:40-10:55
	公司介绍
	刘万青
	合肥华清金属表面处理有限公司董事长，研究员

	10:55-11:25
	高盲孔填充能力、低表面沉积厚度的酸性镀铜溶液的研究开发
	王增林
	陕西师范大学化学系教授，日本九州工业大学博士。

	11:25-11:55
	模塑互连工艺技术
	周晓华
	麦德美公司销售总经理

	下午：主持人： 李明  叶金堆

	12:45-13:05
	电镀镍金和化镀镍金器件的失效分析
	杨振国
	复旦大学材料系教授, 复旦-安捷利全印制研发中心主任，上海电子电镀专委会副主任。

	13:05-13:25
	碱性无氰镀银镀层稳定性的微观研究
	赵健伟
	南京大学化学系教授，日本北海道大学博士，上海电子电镀专委会副主任。

	13:25-13:45
	表面材料分析技术在电镀工艺的应用
	傅超
	胜科纳米公司市场总监

	13:45-14:05
	凸点电镀工艺及可靠性研究
	孙红旗
	上海新阳半导体材料股份有限公司技术中心项目经理

	14:05-14:20
	公司介绍
	肖龙博
	上海晶宇环境工程有限公司总经理

	14:20-14:40
	二氧化碳膨胀液体在电化学中的应用与展望
	鄢浩
	上海大学环境与化学工程学院化工系副教授，东京都立大学博士。

	14:40-15:00
	离子液体中电镀镍铜合金研究
	郭兴伍
	上海交通大学材料学院副教授，博士。

	15:00-15:20
	中低温高磷化学镀镍磷合金工艺
	郭国才
	上海应用技术学院化学与环境学院表面精饰教研室主任

	15:20-15:35
	公司介绍
	
	广州恒星公司

	15:35-15:55
	电镀废水的处理和回收
	平郑骅
	复旦大学高分子科学系教授, 博导，法国洛林高等技术学院博士。 

	15:55-16:15
	软体电磁屏蔽材料的制备及其在电子行业的应用
	耿秋菊
	山东天诺光电材料有限公司副总工，硕士，工程师


